STS Conception et Industrialisation en Microteches) CAO outillage

TD préparation U52 : Plaque PVC

CAO Moule :

Positionnez la piéce (PVC rigide)
Déterminez la surface projetée at
PdJ

Créez les blocs empreintes
Positionnez la broche @ 4
Positionnez deux éjecteurs @ 6

&+ F#

0 Aire projetée = 624402203433 mm’

CAO Electrode :

+ Positionnez la piece Paramdties ds labase .
PR 2 () Aucune embase @ Rectangulaire () Cylindrique
4+ Définissez I'électrode Languew base (1] 00w
Largewr baze [L ] :|15.00mm
Hauteur baze [T ] : [40.00mm
Paramétrez de la longueur ajoutée
Dépouile [ ang | -|oo
Longueur sjoutée [ hsup | < |0.00mm
Paramétres de l'extension
Suivre la dépouile
Extension [ h] - [0.50mm
. () Paint min
Estension référencée par _
@ Point max
Paramétres du gap
() Utilizer pour le dossier @ Appliquer & la pigce
Défaut -
Gap [0 10mm

FAO Fraisage 3D :

Positionnez la piece et préparez la FAO
Construisez la courbe de limitation
Faites une ébauche 3D

Faites une finition UCC

Faites une reprise de matiére résiduelle

FEEEE

(Reprise 3d e R ——
o = —
[._3:.FHAISE HEMISPHERIGUE [FR_HEMI-0010105-5A50) D:1 L&
Solution de posage>[ Broche 2- -']_g_f
i — —— e e
- __ — S Usinage 3D automatigue u Principal |3!Etag|e_| Zones I Cond. GOUDel
Ebauche Q
E 2: FRAISE HEMISPHERIQUE [FR_HEMI-0020100-5450] D:2 115
[ 1: FRAISE 2 TAILLES (FR_ZTAI-0040102-5450) D:4 L1 Salution de posage>[ Broche Z- v| by
Snlution de pnsaga)[ Broche 7 = ‘g' Surépaisseur de fond | Omm
Sunpaisseur de ford > [0 2mm ; ; R Ol Singpaisseurs [Fn Toké 0005
P : Tolbratice )m Surépaisseur latérale > |Omm wiepaizseur > |Emm olerance » mim
Surépaisseur latérale »|0.2mm " p— -
I | Utiliser la forme: de Foutil E Diéfiriition de I'outil
Principal |Sﬁatég_le | Zones ICond.ceupel = e
Conditions de calcul upe l e “ ucc
[ Usiner partout e =
. Pincial | Strategie I Cond..cm.xpal Conditions de calcul
Toléiance de comparaison » 0 2mm Cotidiionsde gl
PasenZ >|D Smm Dieindiorbte N |D Tlmm Hauteur de créte >|D.005mm
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